Получение композиционных материалов на основе алюминия, упрочненных керамическими наночастицами карбида кремния, плазмохимическим методом
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Благодаря низкому коэффициенту теплового расширения, высокой удельной прочности и теплопроводности композиционные материалы (КМ) на основе алюминия (Al), упрочненные керамическими наночастицами карбида кремния (SiC), широко используется в аэрокосмической, военной и автомобильной промышленности, а также в других областях [1, 2].
По сравнению с традиционными твердофазными и жидкофазными методами создания КМ Al/SiC плазмохимический метод имеет ряд преимуществ, связанных с высокой температурой процесса и коротким временем высокотемпературной обработки. Он обеспечивает хорошую смачиваемость SiC расплавленным Al и при этом предотвращает их реакцию между собой, а также позволяет получить композиционные частицы SiC@Al типа «ядро-оболочка» благодаря испарению и конденсации Al на поверхности SiC частиц. Перечисленные преимущества позволяют получить высокую адгезию алюминия к поверхности SiC, равномерную микроструктуру и, тем самым, повышают термомеханические свойства композита Al/SiC [3, 4].
В работе исследовалось формирование алюминия на поверхности наночастиц SiC при прохождении смеси нанопорошков Al и SiC через СВЧ – плазму. Было изучено влияние параметров плазмохимического процесса на морфологию алюминия на поверхности наночастиц SiC. Установлено, что при определенных параметрах плазмохимического процесса алюминий образует сплошной слой на поверхности SiC частиц. 
Из полученных гетерочастиц Al/SiC методом искрового плазменного спекания были получены КМ с различным содержанием керамической нанофазы и проведены их термомеханические испытания в диапазоне температур от 25 до 500°С. Установлено, что керамические наночастицы SiC существенно повышают твердость и предел прочности композита. Наивысшие значения этих параметров достигнуты в КМ, содержащем 10 вес. % наночастиц SiC.
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